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Beispiele für MCMs in Mischtechnologie

Mischtechnologie mit COB und SMT

Au Wire-Bonden

0201 Bauelemente

FR4 mit Keramik-Widerstandsnetzwerk

Produkt: PCBA für Navigation
Kunde: Blaupunkt GmbH

Direktmontage der Komponenten auf Baseplate

Verschiedene Löt- und Klebeprozesse

Höchste Platziergenauigkeit

Handling von sensitiven Bauelementen

Produkt: Paroli 2
Kunde: Infineon Technologies FO GmbH

Über 120 kompetente Mitarbeiter

3.000 qm Reinraumfertigung

Technische Beratung und Konzeption

Layout und Design

Prozessentwicklung und -evaluierung

Prototypen- und Volumenproduktion

Weltweite Beschaffung und Versand

Zulassungen & Qualifikationen

Success by efficiency

ISO 9001

ISO 9001:2000

ISO/TS 16949:2002
SAP R/3
basierende
Prozesse

Bleifreie
Produktion

Rückverfolg-
barkeit bis auf
Bauteilebene



Unser Dienstleistungsportfolio
für Ihre Mikrointegration
Seit einigen Jahren hat sich speziell in der Automo-
bilindustrie der Trend zu immer umfangreicheren und
komplexeren Systemen deutlich verstärkt. Funktionali-
tätserweiterungen und steigende Anforderungen an
die Zuverlässigkeit der Systeme zwingen zur Mikro-
integration und sind damit die treibenden Faktoren zur
Entwicklung und Umsetzung von modernen Aufbau-
und Verbindungstechnologien.

AEMtec bietet hierfür schon heute ein herausragendes
Dienstleistungsportfolio. Als führender Auftragsfertiger
und treibende Kraft in einem starken Netzwerk von
Unternehmen und Forschungseinrichtungen liefern wir
einen wichtigen Beitrag zur Integration immer komplex-
erer Systeme in modernen Automobilen, indem wir mit
neuen Ideen technologische Detailprobleme lösen, neue
Technologien entwickeln und hochwertige Systeme im
Auftrag unserer Kunden fertigen.

Der starke Partner für die Automobilindustrie Die AEMtec Technologie-Kompetenz

Outsourcing
ist ein Vertrauensverhältnis, das Schritt für Schritt
gedeiht. Termine, Qualität und Stückzahlen —
Sie können sich zu 100% auf uns verlassen!

Wir halten Ihnen den Rücken frei für Vermarktung
und Weiterentwicklung Ihrer Produkte.

Automobilindustrie
(Standheizungen, Airbags, Navigationssysteme,
Türschlösser, Überwachungs- und Kontrollsysteme)

Sensorik
(Kleinste Näherungsschalter, Druckmessysteme)

Leistungsendstufen

Visualisierungssysteme
(Kameras, CT)

Identifikationssysteme
(RFID)

Intelligente elektronische Türschließsysteme

Messgeräte
(Tastköpfe für Messungen von Temperatur, Gas)

Datacom und Telecom
(Transmitter, Receiver, Switches)

Medizintechnik und Industrie
(Tragbare Geräte)

Anwendungsbereiche
für unsere Multi-Chip-Module in Chip-on-Board Technologie

SMT und Ball-Grid Applikationen

Die-Bonding
(Electronic- und Optic-Dies)

Flip-Chip (FC)

Aluminium/Gold Draht- und Bändchen-Bonden

Dickdraht-Bonden

Chip-on-Chip (COC)

System in Package (SiP)

Alignment von optischen Komponenten

IC-Vergiessen

Burn-in und Testen der Baugruppen

Alle Prozessabläufe SAP R/3 gesteuert

Wir optimieren Ihre Systeme
entsprechend Ihrer Anforderungen und bieten Ihnen:

Chip-on-Board (COB):
Die grosse Technologie-Kompetenz von AEMtec

Leiterplatten
(starr, starr-flex)

Folien

Keramik

Glas

Verwendete Substrate
für Multi-Chip-Module (MCM) Module

Als ein Spin-off der Infineon Technologies AG mit mehr
als 15-jähriger Erfahrung in Entwicklung und Produk-
tion von Multi-Chip-Modulen ist unsere Kernkompetenz
die Chip-on-Board Technologie.

Wir stellen die Erfahrung und Kreativität unserer
Mitarbeiter in den Dienst unserer Kunden, um Module
mit folgenden Eigenschaften zu realisieren:

 Höchste Komplexität

Kleinste Abmessungen

Höchste Zuverlässigkeit

Optimales Preis-/Leistungsverhältnis

Ob für Kommunikations-, Komfort- und Multimedia-
Elektronik, Sensorsysteme oder Steuerungsmodule,
wir bieten ein Dienstleistungsspektrum mit der
gesamten Wertschöpfungskette von Konzeption,
Prozessentwicklung, Optimierung, Musterbau, Quali-
fikation, Beschaffung und Logistik für Klein- und
Großserien einschließlich kundenspezifischer Funk-
tions- und Zuverlässigkeitstests.

Bis Ende 2005 wird AEMtec das Dickdraht-Bonden
inkl. Chip-Löten als zusätzliche Dienstleistung
eingeführt und qualifiziert haben. Dieses ermöglicht
den Aufbau von MCMs für Logik- und Leistungs-
applikation aus einer Hand.

AEMtec ist seit November 2004 nach
ISO/TS 16949:2002 zertifiziert.


